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内容概要

　　本书以开发高性能导电(热)耐磨铜基复合材料为目标，通过成分和工艺优化，采用机械合金
化(MA)、冷压成形和复压复烧工艺制备出了满足性能要求的颗粒增强Cu(-Cr)基复合材料，以寻求最
佳的材料制备工艺，满足材料的高强度、高导电(热)性以及优良的摩擦磨损性能要求。
通过SEM、XRD、TEM和其他实验检测仪器对粉末的机械合金化过程，复合材料的微观组织特征以及
机械、物理和摩擦磨损性能进行了系统研究，为拓展新型高性能铜基复合材料的应用领域打下坚实的
基础。
本书由王德宝、吴玉程著。
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